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内容概要

本书为“集成电路EDA技术”丛书之一，内容涵盖从标准的RTL到GDSⅡ的全部设计流程，模拟和混
合信号设计，物理验证、分析与寄生参数提取，电源噪声分析，工艺仿真，DFM和工艺CAD，并详细
分析逻辑综合、布局及布线过程，专门探讨功耗分析与优化方法、等价性检验、静态时序分析、结构
化数字设计和设计收敛，以及适合FPGA设计的特殊方法等。
    本书可作为从事电子科学与技术、微电子学与固体电子学以及集成电路工程的技术人员、科研人员
和高等院校师生的常备参考书。
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作者简介

Louis Scheffer，1974年和l975年在加利福尼亚理工学院分别获得理科学士和硕士学位。
1984年在斯坦福大学获得博士学位。
1975-1981年就职于Hewlett Packard，从事芯片设计和CAD工具的开发。
1981年，加入Valid Logic Systems，从事硬件设计，并开发了一个电路编辑器和一个IC版图、布线和验
证系统。
1991年，加入Cadence公司，开始从事和研究布局布线、系统的平面布局和信号完整性问题的研究。

    他的主要兴趣在于研究系统布局和一些深亚微米效应。
写了很多技术性的文章、指南和各种会议演讲稿。
作为委员会的成员，曾服务于DAC、ICCAD、ISPD、SLIP和TAU等会议。
现在是TUA和ISPD的主席，同时还担任SLIP指导委员会的主席。
在EDA领域有五项专利，在伯克利和斯坦福两所大学里教授电子学的CAD课程。
对SETI（search for extraterrerestrial intelligence，对外星智能的探索)也同样感兴趣，服务于SETI协会所属
的针对Allen天文望远镜阵列的技术咨询版，并且是SETI-2020这本书的作者之一。
另外，在该领域还发表过多篇技术文章。
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书籍目录

第1部分 从RTL到GDSⅡ的设计流程及综合、布局和布线算法  第1章 设计流程  第2章 逻辑综合  第3章 
从电路到寄存器传输级的功耗分析与优化  第4章 等价检验  第5章 数字版图——布局  第6章 静态时序分
析  第7章 结构化数字设计  第8章 布线  第9章 探索电子设计库所面临的挑战  第10章 设计收敛  第11章 芯
片－封装协同设计工具  第12章 设计数据库  第13章 FPCA综合与物理设计   第2部分 模拟和混合信号设
计  第14章 模拟和射频电路与系统的仿真  第15章 模拟和混合信号集成电路的建模与仿真  第16章 模拟
集成电路和混合信号片上系统版图工具纵览  第3部分 物理验证  第17章 设计规则检查  第18章 提高分辨
率的技术和准备掩模数据  第19章 纳米时代的可制造性设计  第20章 电源网络的设计与分析  第21章 数
字集成电路中的噪声分析  第22章 版图提取  第23章 片上系统中的混合信号噪声耦合：建模、分析和验
证  第4部分 工艺CAD  第24章 工艺仿真  第25章 器件建模——从物理参数到电学参数的提取  第26章 高
精度寄生参数提取专业术语中英文对照
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章节摘录

　　第1章 设计流程　　1.1 引言　　按比例缩小推动了整个由RTL（寄存器晶体管级）到GDSⅡ设计
流程的IC实现。
这一流程采用了基本独立的综合、布局和布线算法，来实现以设计收敛为目的的完整的结构和分析流
程。
本章将致力于对这一问题的探讨，即逐步增加的互连延迟问题是如何促使新思路和新的集成化设计收
敛工具形成的。
在设计收敛中，新的按比例缩小的问题（如功耗泄漏、不确定性和可靠性等），将继续对现有技术领
域形成挑战。
　　在过去的25年里，从RTE到GDSⅡ的整个设计流程经历了重大的改变。
CMOS工艺连续的按比例缩小显著地改变了各设计阶段所要完成的目标。
最近，由于合适的延迟预测程序的缺乏，致使设计流程发生了显著改变。
在未来，如功耗泄漏、不确定性和可靠性等课题将需要继续对设计收敛过程进行有效的变革。
在这一章中我们将讲述是什么推动了设计流程由一组分立的设计步骤向完全集成的设计方法转变，又
是什么推动我们追求最新的改变。
　　在以“EDA的发展趋势”为主题的第40届设计自动化会议主题中，Alberto SangiovanniVincentelli
对EDA的3个周期，即上帝时代、英雄时代和凡人时代进行了区分。
这些时间段分别以直觉、想象力和理智为代表特征。
　　在CAD领域里，当我们在RTL到GDS Ⅱ的转换流程中受到限制时，把它的发展过程分为3个主要
阶段，即发明创造时代、应用时代和集成综合时代。
在发明创造阶段，布局布线、静态时序分析和逻辑综合被创造出来。
在应用阶段，它们被精练的数据结构和先进的算法彻底地改良，这就使每个设计阶段所使用的工具能
够与迅速增长的设计规模相协调。
然而，由于缺乏具有较低预测成本的功能，即使非常有效地实现了上述的每一个步骤，设计者也不可
能靠一系列独立的设计步骤去完成一个设计，这就导致集成设计时代的出现。
在该时期中，在逐渐增加的成本分析者的推动下，大部分设计步骤都能在集成环境中实现。
　　现在，让我们关注每个时代的更多细节，并对它们所具有的一些典型特征进行适当地描述。
　　1.2 发明　　早期，人们创造出用于布局布线、时序分析和综合的算法。
大部分物理层设计算法的发明是封装和电路板设计推动的结果。
这种算法发展的真实情况对当时来讲是稀有和宝贵的。
因为在当时的设计条件下，仅有很少的层和有限的引脚允许使用，需要布局的相关分立元件也只有很
少的几个，所以复杂的优化算法对于我们处理这么少的元件的布局问题是没有必要的。
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